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概要 電子部品のはんだ接合部の断線寿命をシミュレーションのみで定量的に予測する修正累積損傷モデルを開発した。本

手法は，筆者らが提案した累積損傷に基づく疲労き裂進展評価手法で課題であった算出寿命の要素寸法依存性を，HRR特異場

理論から算出される補正係数を用いて，逐次補正することで解決したものである。従来の手法で必要であった実はんだ接合部

での温度サイクル試験や機械的疲労試験は不要となるため，評価期間の大幅な短縮が可能となる。本研究では，BGA333ピン

の温度サイクル試験に関して，断線寿命の測定とシミュレーション予測を行い，断線寿命およびき裂進展経路の実測値と予測

値が一致することを確認した。

Abstract

We have developed a modified accumulated damage model that can be used to predict the fatigue

lives in solder joints in electronics devices. Our model calculates the fatigue life of solder based on

the damage that accumulates during crack propagation using a finite element method and corrects

for the influence of element size on the calculated life using Hutchinson–Rice–Rosengren singularity

theory. We predicted the fatigue lives of two types of solder joints in Ball-Grid-Array (BGA) pack-

ages during thermal cycling tests: one is conventional solder bumps and the other is Cu-cored solder

bumps. The predictions agreed well with the experimental results, which indicates that our model

can effectively predict fatigue life in solder joints.
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